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הנדון: פרס אינטל תשס"חPhD  - 
שלום רב,

כמידי שנה תעניק אינטל פרסי הצטיינות לסטודנטים\יות מתואר ראשון ומתארים מתקדמים. כעת אנו פותחים את ההרשמה לדוקטורנטים.
דוקטורנטים:
תוכנית פרס אינטל לתואר שלישי תתקיים השנה במתכונת דומה לזו של שנה שעברה. 
ההרשמה לתוכנית לסטודנטים\יות מתואר שלישי תתבצע באמצעות שליחת המידע הנחוץ (כפי שמפורט מטה) לכתובת אי מייל: intelawards@intel.com
פרס אינטל יוענק לסטודנטים\יות מצטיינים\נות לדוקטורט הלומדים\ות בפקולטות למדעים מדויקים והנדסה, החוקרים באחד התחומים הבאים:
תקשורת, מוליכים למחצה וטכנולוגיות הייצור, או מיקרו-מחשבים (ראי נספח לפירוט התחומים).
מטרות הפרס הן עידוד מצוינות בלימודים ובמחקר בתחומים הנ"ל, ומתן אפשרות להיחשף לחברת אינטל, המובילה בתחומה בעולם.

סטודנטים לתואר שלישי העומדים בקריטריונים הבאים, יוכלו להגיש את מועמדותם:

· הצטיינות בלימודים ובמחקר.
· נושא מחקר מאושר באחד מהתחומים הבאים: תקשורת, מוליכים למחצה וטכנולוגיות הייצור, או מיקרו-מחשבים.  (ראי נספח עם פירוט התחומים רלוונטיים).
· המלצת הפקולטה.
· המועמד/ת לפרס לא קיבל/ה כבר בעבר פרס אינטל.
· המועמד/ת אינו/ה עובד/ת באינטל.
הפרס הינו חד שנתי וגובהו 10,000₪. 
פירוט התהליך ולוחות הזמנים 
· פרסום של אינטל החל מ- 15.06.08  (דוא"ל לתלמידים ולחברי סגל)
· הגשת מועמדות על ידי הסטודנטים דרך כתובת האי מייל: intelawards@intel.com עד לתאריך 24.07.08. 
· הודעה מטעם אינטל על הזוכים עד לאמצע חודש ספטמבר.
· טקס הענקת הפרסים אשר יתקיים באוניברסיטה כמידי שנה
הגשת מועמדות  
השנה תתבצע ההרשמה לתואר שלישי דרך שליחת המסמכים הבאים (ב- attachment) לכתובת intelawards@intel.com:
1. גיליון ציונים רשמי.
2. תקציר מחקר באורך שלא יעלה על 2 עמודים ורשימת פרסומים 
3. קורות חיים.
4. המלצת חבר סגל.
העזרה המתבקשת
1. נשמח אם המידע יועבר לסטודנטים בכל אמצעי אחר העומד לרשותך.
אשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה.
בברכה,

מעיין מלול
קשרי אקדמיה

נספח:

תחומי מחקר רלוונטיים של סטודנטים מתואר שני המעוניינים להגיש מועמדות לפרס:
	 
	Area Of Research
	 

	 
	 
	 

	Microcomputers 
	Semiconductors \Manufacturing Technologies
	Communication 

	Multi-Core Architecture/ microarchitecture: Micro architecture targeting both single- and multi-threading. Multi-core Interconnect. Asymmetric-Cores.Threaded apps\ threaded workloads. Transactional memory SW & HW.
	Materials and structures for nano,  including advanced materials analysis methods 
	Discrete or VLSI implementation of advanced RF modules 

	Multi-core SW paradigm and work loads: Transactional memory, heterogeneous computing (e.g., GPGPU), Gaming, etc…Analysis of various parallel workloads – RMS (Recognition, Mining, Synthesis) applications, Algorithms and tools.
	Modeling and characterization of ultra-thin layers & structures, copper and dielectrics
	Wireless communications 

	Micro-Processor Architecture/ microarchitecture: high-performance & low-power micro-processor architecture, microarchitecture, and analysis tools. Graphics & media dedicated HW design. Microarchitecture and design for higher reliability.
	Interface biological and chemical to silicon electrical devices at deep sub micron scale
	Advanced analog techniques 

	Circuits & platforms: low-power & high-performance circuit techniques, including interconnect design of high-speed components. Low jitter clock generators & clock distribution techniques. High speed/low power I/O busses. Thermal sensing circuits.
	Factory Operations
	CMOS analog design for low power, noise immunity, Sigma-Delta technology. 

	Virtualization: architecture, software enabling tools, binary optimization, device management. 
	Lean Manufacturing
	Efficient algorithms and implementation of advanced modulation and demodulation techniques. 

	Compilation technology for Micro-Processor: high-performance compiler for state-of-the-art micro-processor. Static and dynamic Code Analysis, Translation, parallelization and Optimization. 
	Equipment maintenance Productivity
	Advanced communication channels. 

	Design technology: High level modeling and analysis, HW /SW formal verification in multi-core computing environment, functional Coverage and test generation, timing and Power Analysis.
	Process Control Systems
	Personal Area Networks. 

	Applications: Entertainment – SW/HW architectures for discrete and integrated graphics, video enhancements, input/output for small form factors. Social networking – web 2.0, SW as a Service (SaaS), location based services.
	Environmental: water saving, waste recycling, green energy, LEED (leading energy efficient design), solar energy
	Common communication framework. 

	New SW paradigms  for multi-core (e.g., transactional memory), 
	Advanced filtering techniques
	Location awareness 

	High demand computing including machine learning and machine vision techniques   
	MEMS technologies 
	Network security. 

	 
	 
	Voice and video over wireless networks, especially 802.11n networks. 

	 
	 
	High-speed Ethernet communications (802.3) 

	 
	 
	802.11s mesh networks 
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